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HF lines formed as printed circuit • comprise signal and ground lines 
as tracks on double sided board 

VEB ROBOTRON ELTRN 01.08.85-DD-279237 

X12 (08.10.86) H01b-07/08 
01.08,85 as 27.9237 (1230BD) . 
High frequency signal transmission lines with a predetermined 
resistance are formed using a double sided circuit board. Signal 
lines (1) and ground lines (2) are formed in pairs as tracks on either 
side of an insulating material that has a high dielectric constant. 
The width of the ground lines (bM) are twice that of the signal lines 

(bs). • • < ■ : 

ADVANTAGE - Improved propagation speed and cross-talk 
attenuation, (-pp Dwg.No. 1/1) 

N87-028728 W2-A1 
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(54) Hochf requenzleittlng in gedruckter Schaltungstechnik 


(57) Die Erfindung betrifft eine Hochfrequenzteitung mit 
vorbestimmtem Wellenwiderstand zum Verbinden 
elektrischer Baugruppen in gedruckter Schaltungstechnik 
auf der Basis von doppeltkaschierten Leiterplatten. Ziel der 
Erfindung ist eineVerbesserung der HF-Leitungen unter 
Beibehalturtg der bewahrten Fertigungstechnologie. Eine 
Verbesserung soil dadurch erreicht werden, daB die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals, die 
Obersprechdampf ung zwischen den Signalleitern urid der 
Wellenwiderstand erhoht werden. Die Auf gabe wird so 
gelost, daB einzelne Signalleiter und dazugehorige einzelne 
breitere Masseleiter eingesetzt werden, die sich 
gegenuberliegend angeordnet sind und dazwischen einen 
Isofierstoff mit einer bestimmten Dielektrizitatskonstanten 
aufweisen, wpbei der Masseleiterzug mindestens dreimal 
breiter isfals der Signalleiterzug^und beide~abw^^e1rrd~™ 
-die Ebene wechselnrFi g. 1 
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Patentansprtiche: 

1 . Hochfrequenzleitung mit vorbestimmten Wellenwiderstand zum Verbinderi elektrischer Baugruppen in gedruckter 
Schaltungstechnik auf der Basis von doppeltkaschierten Leiterplatten, die streifenformige Leiterzuge enthalten, die sich 
parallel in vorbestimmten AbstSnden auf den durch eine Isolierschichtstruktur mit einer bestimmten Dielektrizita*tskonstante 
' getrennten Leiterplattenoberflachen erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dad im Wechsel den Signalleitern (1) Masseleiter 

! (2) auf jeder Leiterebene benachbart und auf deranderen Leiterebene gegenuberliegend angeordnetsind und der Querschnitt 

eines solchen Masseleiters deutlich groBer als der Querschnitt der genannten Signalleiter (1 ) ist, wobei die Breite des 
j Masseleiters (2) mindestens die dreifache Breite. des Signalteiters (1) aufweist, dad die Aufteilung einer Leiterebene in 

! Signalleiter (1 ) und Masseleiter (2) auf der anderen Leiterebene versetzt und mit den gleichen Abmessungen erfolgt, wobei 

I die Masseleiter (2) untereinander weder auf einer Leiterebene noch mit den Masseleitern (2) der anderen Leiterebene 

j galvanisch verbunden smd, um 

j 2. HF-Leitung nach.Anspruchl, dadurch gekennzeichnet daB die Masseleiter (2) eine groBereDicke als die Signalleiter (1) 

aufweisen. 

3. HF-Leitung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet daB sich die Dickenerhohung in die isolierschichtstruktur erst reckt, 

4. HF-Leitung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB die Signalleiter (1 ) einer Leiterebene paarig ausgebildet sirid 
und einen solchen Abstand voneinander aufweisen, der kleiner als die Breite der Signalleiter (1 ) ist. 

j 5. HF-Leitung nach Anspruch 1 r dadurch gekennzeichnet. daB als Dielektrikum zum Oberdecken aller.Leiterzuge und zur 

I Herstellung des Isolierstoffes zwischen den Signalleitern (1) und Masseleitern (2) ein Glasfaserlaminat mit einer relativen 

I Dielektrizitatskonstantevon1 # 0<e r <5 f 0eihgesetztist 

6. HF-Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB zwei auBere Schirmebenen (3) im Abstand zu mindestens einer 
HF-Leitung angeordjnet sind. 

7. HF-Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Leiterebenen in einem Mehrfachyerbund angeordnet sind. 
Hierzu 1 SeiteZeichnungen 

Anwendungsgebiet der Erfindung '.' ■ 

Die Erfindung betrifft eine Hochf requenzleitung.mit vorbestimmtem Wellenwiderstand zum Verbinden elektrischer Baugruppen 
in gedruckter Schaltungstechnik auf der Basis von doppeltkaschierten Leiterplatten r die streifenformige Leiterzuge enthalten, die . 
sich parallel in vorbestimmten Abstanden auf den durch eine Isolierschichtstruktur mit einer bestimmten Dielektrizitatskonstante 
getrennten Leiterplattenoberflachen erstrecken. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Fur die Herstellung elektrischer Verbindungen zwischen den einzelnen Baugruppen werdenrnschnellendigitalen , 
Funktionseinheiten Gbticherweise ged ruckte Leiterzuge von Zwei- und Mehrebenenleiterplatten genutzt. Sollen die ^ 
dynamischeri Signalpegei, die Flankensteilheit und hohe Schaltf requenzen gestchert werden, so musseh die Leiterzuge die 
Anf orderungen an HF-Leitungen erfullen, die sich durch einen bestimmten Wellenwiderstand, eine bestimmte 
Signalausbreitungsgeschwindigkeitund eine hohe Neberisprechdampfung auszeichnen. Bei sehrschmalen Le'rterzQgen kommt 
noch das Einhalteh der minimalen Durchgahgsd§mpfung hinzu. / 

Jm Fall von sehr dunnen Isolierfoiien zwischen der Ebene der Signalleiter und der Ebene des Massepotentials (bzw^ 
Stromversorgungspoteotials) - sind mit deri bekannten Anordnungen nur relativ niedrige Wellenwiderstande bei maBiger 
Nebensprechdampfung und schiechter Ausbreitungsgeschwindigkeit zu erreichen. Eine bekannte Mehrebenenle'rterplatte mit 

dem ublichen Isolierstoff CevausiUrelative Dielektrizitatskonstama^^ 

von Zp ~ 70 n und auf den Innen ebenen ein en Wellenwiderstand von Z o ^40n auf. Die Signalausbreitungsgeschwjndigke it . 
betragt auf den Lefterzugen derAuBenebenea 13cm/ns, Beieihem 

— u bli cnen Leiterzugmtttenabstand von a = 0,625mm und Leiterzugbreiten von b ~ 0,2mm ist die Ubersprechdampfung beim 
Firisat? voh Sr.hottky-TTL- und ECL-Schaltkref sen bereits so klein, da& mit einer gegensehigen Beeinflussung gerechnet werden 


muB.Zur Beherrschurig derlt^ 


^er Leiterzuge vorgenommeh werden, was sich negativ auf die V6rdrahtungsdichte auswirktfur bestimmte Anwendungsfalle 
ist es auBerdem von Nachteil, daB die Ebene des Massepotentials (bzw. Stromversorgungspotentials) eine geschlossene Flache 

^r^teHtund^ 
O^f^ignaireiteVu 

4iohen KapazkatsbetageC-wirken sichnachteilig ausauf dieSchaftgaschviilnriidkflit integriBrtflrSchaltkreise.ing>>9S9pd^rg 

llWrlrin^ 
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--- -- Sc^trmleiterJn d m i te i n a ndatvei ^ 

r-i:- : an Nullpotehtjai He^ 
— insbesondere dieErhdhung der Leiterzugdichte^er 
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^if^Z^r^Z^ attUn ° der bis "*i 0 en Fertigungstecnno.ogie vorbesserte HF-Leitungen in 

Darlegung des Wosens dor Erfindung 

Oer Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde einp up • ■« 

1,0<e r <5,0 
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lange Leitungen eingesetzt. Dabei werden uber das Leiterpaar die (complements ren ECL-Signale ubertragen und von einem 
Differenzempffinger ausgewertet. Alle HF-Leitungen sind wleder in das aufgeschSumte Dielektrikum eingebettet 
Zur weiteren Erhdhung der ClborsprechdSmpfung zwischen den SignalteiterzGgen wird in Fig.3 vorgeschlagen, die Dicke des 
Leitermaterials der Bezugsebene gegenuber der Dicke der Signalleiter 1 zu vergrd&ern. Eine meEbare Wirkung tritt bereits bei 
einer Verdopplung des Leitermaterials der Bezugsebene ein, Im konkreten Fall mit 35/tm dicken Signalleitern 1 bedeutet das 
70 ftm dicke Leitermaterialien fur die Masseleiterzuge. Die Art und Weise der Realisierung der dicken Leiterzuge ist beliebig. 
Bendtigt wird ein Verfahren, das die gleiche Leitfahigkeit sichert. Somit kann ein Verfahren zum Auftragen von leitfahigen 
Schichten auf die Leiterzuge des Bezugspotentials ebenso eingesetzt werden, wie ein Verfahren zum Abtragen von Kupfer boi 
einem dickeren Ausgangsbasismaterial. Der dickere Leiterzug der Massepotentialebene fuhrt zu einer weiteren Konzentration 
des Feldes im Dielektrikum im Bereich des Signalleiters 1. Die Abnahme des Streufeldes ist gleichbedeutend mit der Erhdhung 
der Obersprechdampfung zwischen den Signalleiterzugen. 

Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemaSen HF-Leitungen ist es vorgesehen, die geschilderte Leiterplattenkonstruktion an 
den auReren Seiten mit flachenhaften Schirmebenen 3 zu versehen, die die Aufgabe eines GehSuseschirmes haben. In Fig.4 ist 
dazu nur eine Seite dargestellt. Die auGere Schirmebene 3 ist nicht mit den Masseleitern 2 der HF-Leitungen verbunden. Die 
auBeren Schirmebenen 3 umhullen alle HF-Leitungen und sind uber einen getrennten AnschluS mit der zentralen Gehauseerde 
verbunden. Im Innern kann eine der Ausfuhrungen der HF-Leitungen nach Fig. 1 bis Fig. 3 enthalten sein. 





